
RO3210™ 电路材料
高频电路层压板

RO3210™ 是陶瓷填充玻璃布增强的高频电路材料。该材料不仅提供了超强的电气

性能和机械稳定性，且具备价格竞争优势。RO3200™ 系列高频电路材料作为

RO3000™高频材料的扩展，其显著变化是提高了机械稳定性。

RO3200系列层压板结合了非玻璃布PTFE表面平整特点与玻璃布PTFE层压板的硬

度特点，实现了更好的线性蚀刻容差。该材料可以使用标准PTFE电路板加工工艺

制作印刷电路板，具体可参考“RO3000系列高频电路材料加工指南”。RO3010

高频电路材料的介电常数是10.2，损耗因子是0.0027。

RO3200系列层压板的生产 通过ISO9002质量认证体系。
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